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内容概要

本教材按照材料与器件物理、制造工艺、版图设计、元器件及其SPICE 模型、基于SPICE的集成电路仿
真、晶体管级设计、模块级设计、系统级设计、集成电路封装和测试的“自底向上”设计流程讲述集
成电路设计的基础知识和基本技术，并介绍九天(Zeni)系统、Silvaco系统等相关的分析与设计软件工具
。
    本书可作为普通高等院校电子科学与技术、通信与信息等学科本科生和硕士研究生的教材，也可作
为完成了学业、准备转入集成电路设计的相关专业大学毕业生的自学读物，还可作为从事集成电路设
计与制造工程技术人员的参考书。
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作者简介

王志功，男，1954年出生于河南省荥阳县。
1973年9月至1981年12月先后在南京工学院(现东南大学)无线电工程系学习、任助教和攻读硕士：1982
年1月赴同济大学任教：1984年12月至1990年8月先后在德国波鸿鲁尔大学电子系进修和攻读博士：1990
年1O月至1997年9月先后在德国弗朗霍夫协会所属的应用固体物理研究所做博士后和任客座研究员
；1997年1O月作为国务院人事部归国定居专家回国工作，受聘为东南大学无线电工程系教授．博士生
导师，电路与系统学科带头人，领导建立了东南大学射频与光电集成电路研究所，担任所长。
迄今为止已在国际和国家级重要会议和核心期刊上发表论文300多篇，获得德国、中国和国际发明专
利14项，出版专著1部，译著6部和教科书5部。

    1998年获得“国家杰出青年科学基金”。
1998-2004年担任国家863计划光电子主题专家组专家。
1999年入选全国“百千万人才工程”第一、二层次人选。
2000年荣获教育部长江学者特聘教授。
2001年以来担任教育部高等学校电子电气基础课程教学指导分委员会主任委员。
2003年9月获中央组织部和教育部等6部联合授予的“留学回国人员成就奖”。
2004年6月荣获国务院侨务办公室和全国归国华侨联合会授予的“全国归侨十杰”称号。
2006年获“全国五一劳动奖章”和“全国师德标兵”。
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